FISA DISCIPLINEI

Tehnologie electronica

2022 - 2023
1. Date despre program
1.1 | Institutia de Tnvatamant superior Universitatea din Pitesti
1.2 | Facultatea Electronica, Comunicatii si Calculatoare
1.3 | Departamentul Electronica, Calculatoare si Inginerie Electrica
1.4 | Domeniul de studii Inginerie Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale
1.5 | Ciclul de studii Licenta
1.6 | Programul de studii / Calificarea Ret‘_ele si sgﬁware de telecor.nunicat,i.i / inginer elec_trorlist,
) Inginer emisie (215301); Inginer proiectant comunicatii (215310)
2. Date despre disciplina
2.1 |Denumirea disciplinei Constructia aparaturii de telecomunicatii
2.2 |Titularul activitatilor de curs Conf. univ. dr. ing. Alin-Gheorghitd MAZARE
2.3 |[Titularul activitatilor de laborator Conf. univ. dr. ing. Alin-Gheorghitd MAZARE
2.4 [Anulde studii | IV [2.5 [Semestrul [ Il [2.6 [Tipulde evaluare] V| 2.7 [Regimul disciplinei | S/A
3. Timpul total estimat
3.1 |Numar de ore pe saptamana 4 3.2 din care curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 |Total ore din planul de invatamant 56 3.5 din care curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distributia fondului de timp ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite 9
Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 4
Pregatire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 4
Tutorat
Examinari 2
Alte activitati ..... -
3.7 | Total ore studiu individual 19
3.8 | Total ore pe semestru 75
3.9 | Numar de credite 3
4. Preconditii (acolo unde este cazul)
. Parcurgerea cursurilor Componente si circuite pasive, Tehnici CAD in realizarea
4.1 | De curriculum .
modulelor electronice
4.2 | De competente
5. Conditii (acolo unde este cazul)
5.1 D - . Sala cu o capacitate de minim 40 locuri dotata cu videoproiector si ecran
. e desfasurare a cursului C o
’ de proiectie
De desfisurare a Sala_ de laborator do.taté cu 10 calgu!atoare, videoproieptor, capgcitatg
5.2 . e . maxima 18 studenti/ laborator, Linie pentru executia PCB-rilor si
seminarului/laboratorului ’ : ’
asamblarea aparatelor electronice.
6. Competente specifice acumulate
C4 Elaborarea specificatiilor tehnice, achizitia, instalarea si exploatarea echipamentelor de comunicatii, fixe si
o mobile, precum si planificarea, configurarea si integrarea serviciilor de telecomunicatii si elemente de
T securitatea informatiei (1 PC):
oS e (C4.1 definirea conceptelor, principiilor programarea calculatoarelor, limbaje de nivel inalt si specifice, tehnici
ﬁ CAD 1in realizarea modulelor electronice, microcontrolere, arhitectura sistemelor de calcul, sisteme
g electronice programabile, grafica, arhitecturi hardware reconfigurabile; -1pct.
‘g" C5 Proiectarea infrastructurii de comunicatii, adaptarea arhitecturilor, tehnologiilor si protocoalelor de
% telecomunicatii pentru aplicatii suport de retele locale, metropolitane, de arie mare si integrate (2 PC):
g' e (5.1 Definirea principiilor si metodelor ce stau la baza fabricarii, reglajului, testarii si depanarii aparatelor si
8 echipamentelor din domeniile electronicii aplicate; -1pct.
e (5.5 Elaborarea de proiecte privind dimensionarea, instalarea, punerea in functiune si configurarea unor
retele de capacitate mica/medie. -1pct.

Competente
transversale




7. Obiectivele disciplinei

7.1 Obiectivul general al
disciplinei

Cunoasterea principalelor tehnologii de realizare a cablajelor electronice, de plantare a
circuitelor electronice pe cablaj de realizare asamblare a aparaturii electronice .

Obiective cognitive

cablajelor electronice;

cablajelor electronice;.

Obiective procedurale
7.2 Obiectivele specifice .

asamblare a aparaturii electronice;
Obiective atitudinale

lucru la termen;

o Definirea tehnologiilor, conceptelor si principiilor folosite Tn proiectarea si realizarea
¢ Definirea tehnologiilor, conceptelor si utilajelor folosite in plantarea si asamblarea

e Metode de proiectare in functie de tehnologiile de realizare a cablajelor electronice
si folosirea programelor CAD specifice in pentru proiectarea aparaturii electronice.

Cunoasterea tehnologiilor de fabricatie utilizate in proiectarea aparatelor electronice;
o Aplicarea principiilor si metodelor de baza in proiectarea aparaturii electronice;
e Utilizarea programelor de proiectare a diferitelor tipuri de masinilor de plantare

e Cultivarea unei discipline a muncii efectuate etapizat, cu indeplinirea sarcinilor de

e Promovarea spiritului de initiativa, a unei atitudini constructive, a dialogului Tn
vederea lucrului in echipa si cultivarea respectului pentru profesia de inginer.

8. Continuturi

Metode de Observatii
8.1. Curs -
predare Resurse folosite
1. Obiectivele disciplinei.
1.1 Definirea conceptului de tehnologie de fabricatie. Tabla,
1.2 Schema topologica, element fundamental in realizarea de Prelegere Videoproiector si Suport
sisteme de Tnalta performanta documentar
-Timp alocat 2 ore
2. Tehnologii de fabricatie a cablajelor electronice.
2.1. Tipuri de cablaje electronice; Prelegere Tabla,
2 2.2. Metode de realizare a cablajelor electronice; Dezbatere Videoproiector si Suport
2.3. Tehnologii utilizate in realizarea cablajelor electronice; Studiu de caz documentar
-Timp alocat 4 ore
3. Metode de proiectare a cablajelor electronice in functie
de tehnologia folosita.
3.1. Programe CAD utilizate in proiectarea cablajelor electronice;
3.2. Etapele proiectarii unui cablaj electronic; Prelegere Tabla,
3 3.3. Layere folosite in proiectarea cablajelor electronice in functie Dezbatere Videoproiector si Suport
de tehnologia de realizare a acestora; Studiu de caz documentar

3.4. Fisiere Gerber folosite pentru fabricatia cablajelor electronice n
functie de tehnologia de realizare a acestora
-Timp alocat 8 ore

4. Tehnologii de plantare si asamblare cu componente
electronice a cablajelor electronice.

4.1. Tehnologia de fabricatie a componentelor electronice

4.2. Tehnologii de plantare a componentelor electronice in functie

4 de tehnologia de fabricatie a acestora;

4.3. Restrictii in proiectarea cablajelor electronice Tn functie de
tehnologia de fabricatie a componentelor electronice ce le
vor echipa;

-Timp alocat 6 ore

Prelegere
Dezbatere
Studiu de caz

Calculator, Videoproiector
Suport documentar

5. Masini pentru plantarea componentelor electronice in
functie de tehnologia de fabricatie a acestora.
5.1. Masini pentru plantarea componentelor realizate in
tehnologia SMD;
5 5.2. Masini pentru plantarea componentelor realizate in
tehnologia THT;
5.3. Masini pentru formarea componentelor in vederea plantarii
acestora in diverse tehnologii;
-Timp alocat 4 ore

Prelegere
Dezbatere
Studiu de caz

Suport documentar

6. Tehnologii de lipire a componentelor electronice.
6.1. Tehnologii de lipire a componentelor electronice;
6.2. Tipuri de cuptoare pentru lipirea componentelor realizate in
6 tehnologia SMD;
6.3. Tipuri de cuptoare pentru lipirea componentelor realizate in
tehnologia THT;

-Timp alocat 4 ore

Prelegere
Dezbatere
Studiu de caz

Calculator, Videoproiector
Suport documentar
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Bibliografie:
A. Mazare — Constructia si tehnologia aparatelor electronice — Note de curs, 2016

1.

2. Douglas Brooks Signal Integrity Issuses and Printed Circuit Board Design Ed. Prentince Hall PTR iunie2003;
3. Dragomirescu Marieta Dragomirescu Ovidiu - Constructia si fiabilitatea aparaturii radiotehnice - IPB — 1977,
4. Dan Pitica- Proiectare anti perturbativa in sistemele electronice-Ed.Albatros, Cluj-Napoca, 2000;
5. Dragomirescu Ovidiu — Constructia aparaturii electronice — Ed Brena, Bucuresti 2003;
6. Kraig Mitzner Complete PCB DesignUsing OrCAD Capture and Layout Ed Newnes, Elsevier 2007;
7. Mark |. Montrose, Printed Circuit Board Design Techniques for EMC Compilance IEE press Series on Electronic
Technology2000;
8. Norocel Codreanu, Metode avansate de investigatie a structurilor ,PCB” Cavallioti ISBN 978 _973_7622_89 1 2009;
9. Badea Adrian Alexandru Initiere in transferul de caldura si masa 2004;
10. Cadence OrCAD Capture User's Guide www.orcad.com;
11. Mentor Graphics Pads User's Guide www.mentorgraphics.com;
8.2. Aplicatii — Seminar / Laborator Metode de Observati .
’ predare Resurse folosite
Proiectarea cablajelor electronice folosind mediul de proiectare Exercitiul Suport documentar
1 OrCAD; Studiul de caz Calculator
-Timp alocat 8 ore | Lucrul in grup Soft Mentor Graphics
Tehnologii de fabricatie a cablajelor electronice si realizarea unui -
blaj electronic folosind tehnologia de realizare prin frezare si Ex.erC|t,|uI Suport documentar
2 cablaj <. 9 P Studiul de caz Calculator
termica; Lucrul in grup Soft Mentor Graphics
-Timp alocat 8 ore
Realizarea unui stancil pentru depunerea pastei de lipit folosind Exercitiul Calculator
3 tehnologia prin frezare; Studiul de caz Soft Cadence OrCAD
-Timp alocat 4 ore | Lucrul in grup Layout
Plantarea componentelor electronice realizate in tehnologia SMD Exercitiul Linie pentru executia
4 folosind masini semiautomate; Studiul de caz PCB-rilor si asamblarea
-Timp alocat 4 ore | Lucrul in grup aparatelor electronice
Lipirea componentelor electronice realizate in tehnologie SMD si Exercitiul Linie pentru executia
5 THT. Studiul de caz PCB-rilor si asamblarea
-Timp alocat 4 ore | Lucrul in grup aparatelor electronice
Bibliografie:
1. Alin-Gheorghita Mazare, Laurentiu-Mihai lonescu , ,Tehnici CAD — indrumar de laborator”, ISBN: 978-606-560-
444-5, Ed. Universitatii din Pitesti, 2015;
2. Dan Pitica- Proiectare antiperturbativa in sistemele electronice-Ed.Albatros, Cluj-Napoca, 2000
3. Dragomirescu Ovidiu — Constructia aparaturii electronice — Ed Brena, Bucuresti 2003;
4. Norocel Codreanu,Metode avansate de investigatie a structurilor ,PCB” Cavallioti ISBN 978_973 7622 89 1 2009;
5. Douglas Brooks Signal Integrity Issuses and Printed Circuit Board Design Ed. Prentince Hall PTR iunie2003;
6. Kraig Mitzner Complete PCB DesignUsing OrCAD Capture and Layout Ed Newnes, Elsevier 2007;
7. Kraig Mitzner Complete PCB DesignUsing OrCAD Capture and PCB Editor Ed Newnes, Elsevier 2009;
8. Norocel Codreanu, Evaluarea capabilitatii de curent a traseelor de circuit imprimat 2006;
9. Mark I. Montrose, Printed Circuit Board Design Techniques for EMC Compilance |IEE press Series on Electronic
Technology2000;
10. Mentor Graphics Pads User's Guide www.mentorgraphics.com.
7. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice, asociatiilor

profesionale gi angajatori din domeniul aferent programului

Continutul disciplinei a fost conceput ca urmare a discutiilor cu colegi din departamentele de electronica din
diverse universitati romanesti (UP Bucuresti, UP Timisoara, Univ. Tehnica Cluj, Univ. Ghe. Asachi lasi), din studiul
programelor analitice ale disciplinelor similare de tip CAD, TIE, predate la programele de studii Applied Electronics, dar
si in urma intalnirilor cu reprezentanti ai mediului economic de profil (Continental, Draxalmaier, Miele, Celestica).
Competentele dobandite la disciplina permit absolventilor sa lucreze ca inginer proiectare PCB, inginer proiectant
Hardware, inginer in proiectarea aparaturii electronice, programator linii tehnologice de fabricatie si asamblare PCB.

8. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota finala
a) - Participari la conversatii euristice, 10%
a) - Implicare activitati de curs dezbateri, problematizari 10%
10.4 Curs b) - Test de Verificare b) - Test scris — elemente de proiectare
c) - Evaluare finala c) - Scris - verificare cunostinte teoretice 10%
si elemente de proiectare
.. . Evaluare periodica privind rezolvarea
Rezolvarea studiilor de caz, proiectarea -
10.5 . . . studiilor de caz o
si asamblarea unui PCB folosind . . 40%
Laborator . . Creare documentatie proiect
cunostintele cumulate la laborator si curs. . DR !
o Sustinere orala a proiectului
10.6 Studiu de caz privind solutionarea unor
Tema de probleme ce apar in constructia Prezentare si sustinere studiu de caz. 30%
casa aparaturii de telecomunicatii si




| compatibilitate electromagnetica | |

10.7 Standard
minim de
performanta

- Prezenta totala si notd minima 5 la activitatile de laborator, notd minima 5 la fiecare din
subiectele de la verificarea finala.
- Set de cunostinte minimale pentru promovarea verificarii finale:

Tehnologii de fabricatie a cablajelor electronice;

Etapele proiectarii unui cablaj electronic;

Tehnologii de plantare si asamblare cu componente electronice a cablajelor
electronice;

Linii de realizare si asamblare a cablajelor electronice.

Metode si tehnici folosite in lipirea componentelor electronice.

Data completarii
12.09.2022

Conf. univ

Data avizarii in departament

15.09.2022

Titular de curs ; Titular de seminar / Iaboratgr
. dr. ing. Alin-Gheorghita MAZARE Conf. univ. dr. ing. Alin-Gheorghitd MAZARE

Director de departament
Prof.univ.dr. Gheorghe SERBAN




